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Abstract (en)
High temp. malleable alloy having a fine grained duplex structure comprises in wt.%; less than 0.05 C; less than 0.5 Si, less than 0.5 Mn; 8.5-11 Al,
less than 0.02 P; less than 0.01 S; 4-10 Cr; 23-28 Fe; 0.025-0.2 Hf and/or rare earths, and/or Zr; less than 0.5 Ti, less than 0.005 B; balance Ni plus
melting impurities.

Abstract (de)
Die Erfindung befaf3t sich mit einer Hochtemperatur-Knetlegierung bestehend aus < 0,05 C < 0,5 Si < 0,5 Mn 8,5 bis 11 Al < 0,02 P < 0,01 S 4 bis
10 Cr 23 bis 28 Fe 0,025 bis 0,2 Hf und/oder Seltene Erden und/oder Zr < 0,5 Ti < 0,005 B Rest Nickel und erschmelzungsbedingte Beimengungen
und deren Verwendung zur Herstellung von Gegenstanden fir die Energietechnik und chemische Industrie, die bei Temperaturen zwischen 400 bis
1100 °C bestandig sind gegen Sulphidierung, Aufkohlung und Oxidation. <IMAGE>
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